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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Contact in electronic applications, mainly its influences in heat dissipation, and many others 
thermoelectricity applications like residual heating exploitation, has a critical role due to the 
thermal contact resistance that creates a temperature drop over the interface. Heat transmission 
gets worse because of the temperature drop, that means a worse heat dissipation or a decrease in 
thermoelectricity generation. The aim of this project is based on measure the thermal contact 
resistance in modules for thermoelectricity generation. This project belongs to the SIGER project of 
the investigation group ITF of the Public University of Navarra. 
The project consists on a bibliographic study of the thermal contact resistance and includes an 
analysis of different apparatus that have been built and measure thermal contact resistance. 
Furthermore, the design has been made piece by piece with the fulfil for measure the thermal 
contact resistance of different materials like thermoelectric modules. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El contacto en aplicaciones electrónicas, principalmente su influencia en la disipación de calor, al 
igual que en aplicaciones termoeléctricas, como el aprovechamiento del calor residual, tiene una 
importancia crítica puesto que la resistencia térmica de contacto crea un salto de temperaturas 
entre las superficies en contacto. Este salto térmico empeora la transmisión de calor, lo que se 
traduce en una peor disipación o generación termoeléctrica. Este proyecto se crea para poder 
cuantificar la resistencia térmica de contacto de los módulos para generación termoeléctrica del 
proyecto SIGER del grupo de investigación ITF de la Universidad Pública de Navarra. 
El presente proyecto consiste en un estudio bibliográfico de la resistencia térmica de contacto 
junto a un repaso de los diferentes bancos de ensayos que ya han sido construidos y miden 
resistencias de contacto. Además, se diseña el banco de ensayos pieza a pieza, con el objetivo de 
medir resistencias térmicas de contacto de diversos materiales, entre los que se encuentra el 
módulo termoeléctrico. 
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